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特徴

関連分野 電子部品・素子、その他製造、医療・保健衛生

業務用機械 特性の異なるフッ素樹脂成形体を一体成型する方法
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部位毎に特性が異なるフッ素樹脂成形体を
一体成形物として成形する成形方法

フッ素樹脂の粉体を一次金型で押圧することに

より予備成形体を成形し、予備成形体を焼成後に
二次金型に充填して押圧した状態で冷却すること
により、フッ素樹脂成形体を成形するフッ素樹脂成
形体の成形方法である。さらに、フッ素樹脂成形体
の成形方法を利用した血清又はワクチンの製造に
用いる医療用ダイヤフラムの製造方法、並びに半
導体製品の洗浄に用いる半導体用ダイヤフラムの
製造方法である。特に、医療用又は半導体用のダ
イヤフラムの製造に最適である。さらに、工業用、
農業用、研究用、食品用等、他の用途のダイヤフ
ラムを製造する場合においても利用可能である。



応用の可能性

など

医療用ダイヤフラム 半導体用ダイヤフラム

汎用ダイヤラフラム



応用の可能性/活用企業例/最新動向

本ページの情報は2020年9月時点において事務局が調査を行った結果に基づきます。

JASI株式会社の本発明に関する最新動向

応用の可能性

・医療用ダイヤフラム

・半導体用ダイヤフラム

など

本技術の活用が見込める企業の一例

・JASI株式会社のホームページ（ http://www.jasi-izumi.com/index.html ）には、本件特許に関連する情報
は見受けられない。

・汎用ダイヤラフラム

など

・日機装株式会社

・日本ピラー工業株式会社

・株式会社イワキ

・株式会社タクミナ

・株式会社ＴＡＩＹＯ

・株式会社ヤマダコーポレーション

・株式会社セムコーポレーション

・株式会社興伸工業

・株式会社エイチツー ・共立機巧株式会社

・入江株式会社

・東横化学株式会社

・富士テクノ工業株式会社

・タプフロー株式会社

・株式会社日阪製作所

http://www.jasi-izumi.com/index.html

